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Dte f otgendMi AngabMi tlnd dMi vom 

Prufungsantrag gem. S 44 PatG ist gestellt 
® Chipkarte mit integrierter Batterie 

® Es wird ein Verfahren zur Heratellung einer Chipkarte 
mrt integrierter Battene vorgeschlagen, vvobei anstelle 
der Integration e{ner vorgefertigten Batterie die Fertigung 
der Batterie in den HeratellungsprazeS der Chipkarte inte- 
griert wird. Dazu wird eine Leiterfoahnstruktur (8) aiif eine 
Tragerschicht (6) aufgebrecht In einem Tetlbereich (8b) 
der Uiterbahnstruktur (8), die ate Elektrode fur die Batte- 
rie (3) diem, wird ein Elektrolyt (1 1) in Form eIner Etektro- 
lytpaste aufgedruckt Oder uber eine Maske aufgetragen 
Oder in Forni einer Elektrolytfolie aufgeldebt DarOber 
wird eine Deckfblie (5) nvt einer Geganleitarbahnstniktur 
(9) so auftamtnien, dafi ein Teitberefch (9b) der Gegenlei- 
terbahnstruktur (9) die Gegenelektrode fur die Batterie (3) 
bildet 

Oiese Konatniktion ist besonders vortellhaft fur Chiplu^ 
• ten mit Displays (2), da die Elektroden (8b, 9b) der Batterie 
(3) in einem Arbeitegang mft den Elektroden (8e, 9c) des 
Displays (2) gefertigt werden kdnnen. 
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Besdueibung 



DieEifinduDg betdfft ein ^ferfahien zur Hdtstdlung eioer 
Qnpkarte mit iniegnener Battene oadi der Gattung dcs 
Hauptanspnichs sowie cine entspiecbextde QopkaiiB nacfa 
der Gattung des o^cngeordnetea Anspcudis 8. 

Oblicfaeiweise wenSen die dektrischen Bautdle dner 
Chipkarte vod auSen nut Strom vencxgt betsfnelsweise 
wihrend die Chipkaite im Tenmnal eines Bankautomatea 
cingefiihrt ist Neuere Anwendungcn sebeo voc; Dateo am 
der Karte unabhangig von cincra sokhcn Ibnninal auslcscn 
und anzuzeigen und crfotdem dazn die IntegratioQ einer 
StromqueUe unmittelbar in die Karte. En typiscfaer Anwcn- 
dun g s fi dl faicrfOr ist die sogenaonte GeLdkarte mit Display 
zur Anzdge des auf der Karte nocb verfQgbaten Geldbe- 
trags. 

Chipkacten sind dundi dne ISO-Noim in ihren Disie^^ 
nen, insbesondere atich der maximalea IKcke, genonnL Bn 
generelles Problem besteht dedialb darin, leistungsfShige 
Batteiiea herzustellen, die dOnn genug sind, urn in Chiplcar> 
ten integriert werdeo zu kdnnen. A us der Wirtschaltiwoche 
21, Januar 1999, Wolfgang Kraipkcn, "DOnn wie Pajaei', 
ist eine Battene bekannt, bei der die Elektxoden aus haudh 
dOnnen R^en aus Manganoxid und Litbium bestehen, zwi- 
scbeo denen als Eleklrolyt eine dOnne Spezialkunststoff- 
scfaicht angeoxdnet ist Die Elektroden weiseo Oblkfae An- 
scbhififiacbeo znr V^Hndnng der Battene mit den Ldter* 
bahnea der Chipkarte auf. 

>ft)o der FInna £. C R.-mectio<3)enncai Research. Ltd. 
76117 Rebovot, NL. wild weiter eine ultradOnne, scfaicht- 
weise aufgebaute Battene itir Qnpkarten angeboten, die als 
RHISS-Batterie bekannt ist (RHISS s rechargeable hydro- 
gen ion soHd state electrolyte). Die RHISS*Batterie ist zwh 
schen 035 und 0,70 mm dOnn, wixd in einem Battetiepack 
isoliert und in die Chipkarte eingesetzt, um dcrt mit den Lei- 
teibahnen der Chipkarte Qbcr Wixe-Bcod-DrShte verbuztdea 
zu wecden. 

Aufgabe der vodiegenden Erfindung ist es. das Konzept 
der Batterieiiitegratic» in Oiipkariffn falnsichtiidi Fertigung 
und L dstungsghigkeit weiter zu veibesseni. 

Diese Aufgabe wird geI5st dutch ein M»fafaren mit den 
Meikmalen des Hauptanqpcuchs sowie durch dne Chip- 
kaite, wie ae im nd^engeonlneten I^roduktanspruch 8 ange- 
geben ist Die Ldsung zeacfanet sich dadurcfa aus, dafi auf die 
Elektroden, die einerseits mit dem Hektiolyt und anderer- 
seits mit den Leitcrbahnen der Chipkaite in Verbiixhuig 
sind, venichtet wixd. Standessen werden die Leiterbahnen 
so ausgebildet daB sie selbst die gegcnpoUgen Ele^rodea 
fOr den EkktroiytenbildeaDazu wixd der Elektrolyt als Pa- 
ste Oder als Fcdie auf deojeDigeD Ibil der Leiteibahn ao^ge- 
bracht, der die dgentlicfae Elektrode cneSzt* und Uber dem 
Elektrolyt wird die Gegenldtexbahn so angeotdoet, daB ein 
Teil dieser Gegenleiteifoahn die Gegeoeleklrode filr den 
Hlektiolyt bildet Auf diese Weise entfallen gesondeite Bat- 
terieelektiodenschichtra, wie ae in den bekaimten Batterie- 
konzepten vorgeseheo sind. Das erfindungsgemafie \ferfab- 
ren bietet dadurch den \fertcil, daB fOr den Elektrolyten ein 
grOBerer Bauraum zur Vexftigung stefat, so daB die Norm* 
dicke fOr Chipkaiteo dngefaalten weiden kaim. Deswdtercn 
kann die Banerie ummnelbar wShxeod der Ch^kartenferti- 
gung hezgestellt werden und braucht nicht als separUes Zu- 
liefertdl in die Kaite integriert zn werden. Dadmcfa taSfSBt 
das BoodCT der Elektroden an die Leiterbahnen, woduxch 
die Fertigung kostengOnstigcr wird. ^j^rW^ kaxm die Batte* 
rie je nach Chipkarte ixxhviduell an die Chipkarteiigeoine- 
trie uod die LeistungsanfonSeivQgea bd der Cfatpkaitenfcr- 
dgung angq>aBt wodeo. 

Filr Onpkaiteo mil Disfdays agibt sicfa ein besondenr 
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ykxtgaX daraus, dafi diese ohnehin berdts Hektroden fOr das 
Dis|day aufweisen, wobd diese Elektroden Qblicherweise 
dnen integrakn Bcstandteil der Leiterbahnen bilden. Indem 
dSeseLctobahnennrnimehrzu^tzKchltilberdcfaeaufwei- 
S sen, <fie als gegenpoUge Elektxoden fOr den Elektrolyten die- 
oca, kazm die Batteriefertigung ofane wescnthcben Aufwand 
in eine Disphychipkaitenfettigung integriert werden. Als 
nmStrHchfr Schritx ist nur das Aufbringen des Elektrolyieo 
erfordexlich. DafQr entfallen das Einsetzen einer besondeno 
Batlerie und das dektrische Anschliefien der Ldieibahnea 
an die BatterieanschluBflachen. 

Nach fo lgcnd wird die Erfindung unter Bezugnahme auf 
die Zdchnung nSher erlSuteit Es zdgen: 
Fl^ 1 eine Chipkaite schematisch in Diaufsicht und 
Fig, 2 dne Chipkarte schematisch im Querschnitt 
In Fig, 1 ist eine Chipkarte 10 mit in die Chifdcarte inte- 
gnertem Chip 1 dargesteQL Bcispielhaft wird dabd von d- 
ner kontaktlnscn Chi|dcatte ausgegangen, weshalb der im 
Inaeien der Chipkarte 10 angeordneie Clup 1 strichliert an- 
20 gedeutet ist Die Erfindung ist abergldcbeimafienfflrkoD- 
taklierende Kaiten oder Dual-Interface-Karten, bei denen 
die DatenObertragung miitels an der KartenoberflSche lie> 
gender Kontaktfl Schen erfolgt, anwendbac Die in Fig. 1 dar- 
gestdlte kontaktlose Karte besitzt fUr den Datentransfer rait 
25 extemen GerSten eine Antennen^WLle 4, die mit dem Chip 1 
Qber dne nicht daxgestellte elektrische Veibindung elek- 
triscb teitend veihunden ist Die Antennenspule 4 befindet 
sich, wie durch strichlierte Darsteilung angedeutet, ebenf ails 
iminncrea der Onpkane 10. Weiterfain besiot die Karte 10 
30 ein Diq^kLayli das <fieAnzdge von Daten aus dem Chip ler- 
laiibt Das Disflta^ 2 kam gleichzdtig als Ibstatur fun^e- 
ren. Knen wdteren Bestandteil der Chipkarte 10 bildet eine 
Batterie 3, die, wie durch strichlierte Darsteilung angedeu- 
tet d)enfaUs in das Innere der Chipkarte 10 integriert ist 

Fig. 2 zeigt die in Fig. 1 daigesteUte Chipkarte 10 sche- 
matisch im Querschnitt Die Dmtellung dieat dabd ledig- 
Ech zur N%ranschaulichimg der die Chipkaite Mldenden Be- 
sT a ndt dle und repiSsentiett nicht die >ferfaSltnisse in einer 
lealen Chipkarte mit Ndnndicke. Die Karte 10 besteht aus 
einer TOgcrachacht 6, einer Kancakfirperschicfat 7 und einer 
Deckscfaidit 5. Zwiscben TH^gerscfaicht 6 und Decksddcfat 5 
and die dektranisdien Baudemenle aageocdnet n^lmlirft 
der CMp 1, die Batterie 3, das IMsplay 2 sowb die, in F^ 2 
nicfat daxgestellte, Spule 4. 

Die Chipkarte 10 wird schrittweise auf der IVagersdncfat 
6 aufgebaut ZunSchst wird eine LeiterbahnstrukturS auf die 
TVagoschicht 6 aufgehracht beispielsweise durch Aufdruk- 
ken Oder im Atzverfahren. Die LdterbahnsuukturS gliedert 
sicfa in mehrete Bereiche 8a. 8b, 8c, Ein erster Borich 8a 
so dieot dabd znr Anbindung des Chips 1 an die Leiterbahn- 
stroktur 8. Bn zwdter Berdch 8b bildet eine erste Eldaxode 
fOr (fie Batterie 3, die in^gesamt aus EldOiDde 8b, Elektrolyt 
11 und Gegeadddrode 9b besteht Hn weiteier Bcreicb 8b 
bildet femer eine Elektrode fDr das Diq^y 2k das insgesamt 
ss aus Elektrode 8c, aktivcr Scfaicht 12 und Gegenelektxode9e 
besteht Gleichzdtig mit der Leiteibahnstruktur 8 wird 
zweckmlBig die Antennenspule 4 realisieit 

Auf der Leitetfoafanstruktur 8 werden die einzelnea eldc- 
troniscbcn Bauelemente aufgebaut Dabd wird der Chip 1 
£0 beispielsweise in Flip-Chip-Tschnt^ogie mit dem Bexdcb 
SaderLeiterfoahnstrukturS dektrisch verbunden. 

Auf den Bereicfa 8b der Ldterbahnstruktur 8 wild sodann 
dn fester Eleklrolyt 11 aofg^iacfat Das Elektn^ytmaierial 
luna b dsp i ebw eise doe Elektrdytpaste oder exne ElektiD- 
lytfolie sdn. wie sie aus dem dngangs wiedeigegdienea 
Stand der Tecfamk bekannt sind. Als Paste wild der Elektro- 
lyt vQiteilhaft aufgediuckt etwa im Siebdruckver&hrea, 
Oder uber eine Maske aufgetragen. Die Verwendung einer 
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Paste bat den Vaiteil, daB die Fixiening des Elektxolyteo ein- 
fachisL 

Auf den TcUberdcb 8c der Leiteibabnstniktur 8 wild eioe 
aktive Scfaidtt U fiSr das Display 2 aufgdnacfat Bei dem da- 
fik verwendeteo Material kaim ei sicfa lun FIfladgkristaUe 
handcb, die ihren Zustand zwiscbeo opak und transpaxeot 
wecbseln. bei^lsweise FLC, ChlXID oder IDLC Alter- 
naliv koxnixien aktiv leucbtende Stoffein Betracht, d. h. 
tenalicn, die bei Anlegco einer Spannung aktiv leuchten, 
beispidsweise LEDs, ELDs oder OIEDs. Das Disi^y 2 lO 
kann gleicfazeitig die Funktion einer Ihstatur besitzen. Auf- 
bau und Funktionsweise eioes solchen Displays sind detail- 
liert in der deutscfaen Patentanmeldimg Nr. 198 28 978^ be- 
schriebcn, auf die hicmi ausdrOcklicb verwiesen wild. Der 
Bereicfa8cderLeiteifaahpstmktur8bildeteincElektr(xiefiir is 
die akiive Sducbt 12 des Displays 2. 

Vdt Oder nacfa dem Aufbau der dektromscfaea BauteOe 
auf der TV3gersdudit 6 wird auf der 'nSgasducbt 6 eine 
Kaneiikfiipersclncht 7 angeoidnet. die Ausspanmgea filr die 
elektrooischen Bautdle besitzL Die Kartenkdtpersc b icht 7 2D 
wild auf der IkSgerscfaicht 6 aufiamiiiicrt. Der Laminierv^ 
gang kann gegd)cnenfaHs zusammea mil der Deckfolie 5 
eifolgen. 

'Ober der Kartenkdrperschicht 7 und deo auf der Tt^geX" 
schicbt 6 aufgebauten elektrooischen Bauteilen wild die 2S 
Deckschichl 5 angcordnet. Auf der dem Kartemxtneieo zu- 
gewandten Seite der DeckscMcht 5 wild dabei eioe Gegen- 
leiteibahnstiuktiir 9 angelegt. ZweckmS&ig wild die Gegen- 
leiteibahDStniktur 9 gleichfolb duidi Aufdnickcn oder im 
Atzvecfahrea erzeugi und gliedezt acb In Tnlbemche 9b 30 
und 9c. IXe GUedenmg der Gegenlciteri>alinstniktar9 ist so 
ausgebildel, daB der Ibilbereich 9c eine Gegendektrode zur 
Elektrode 8c des Displays 2 bildet, w3hreod der Ibilbereich 
9b im Bereich der Batterie 3 angelegt isl, so daB er eioe Oe- 
genelektrode zurElektrode 8b der Batteries bildct Die die 35 
Elektroden des Displays 2 bildenden Tbile 8c und 9c von 
Leitcrbahn- bzw. Gegenldtetbafanstruktur mOssen dabd lo- 
digfidi eiektrisch leit^ig sein. Die die Elektioden der Bat- 
terie 3 bildendeo Teile 8b und 9b mOssen daiflberfainaus ge- 
genpoUgsein, so daB steals Anode mid KalbodedneStnnn- 40 
ridttung defimeren. Es kanndaherzweckmSfiig sein, zumin- 
dest due Ldterbahnstruktur aus zwd unterscfaiedlicheo Ma- 
terialien zusammeozusetzen. Beispielsweise kann die <je- 
geoleiterbahnstruknir 9 im Teilbereicb 9b aus einem besoo- 
deien Elektrodenmaierial hezgesteiU werden, wahxend alle 45 
anderen Tdlbereiche 8a, 8b, 8c und 9c derLeiterbafanstnik- 
tuico 8 und 9 aus Inidiumzinnoxid (TTO) bestehm. 

Im Falle dner Qupkarte mit Display, wie sie in den Fig. 1 
und 2 dargestellt ist, soUten femer Decksctxicfat 5 und Ge- 
geoelekliode 9c des Displays 2 tra nspar e nt sein. damit die so 
aktive Sdncht 12 von anfien ericennbar isL Als Material fDr 
die Gegenleiteibahnsiruktur 9 bietet sicb deshalb ImdSnm- 
23mioxid (TTO) an, das tran^nrent isL Abgesehen von dem 
Di^laybocicb ist die dem Karteninneten zugewandte Seite 
der transparemen Decksducht 5 bednjckt, so daB ein Blick S5 
auf die elektrooischen Bauteile nicfat gewahit win! Die 
Sclnchten 5,^7 werden durcb Anweodung von Diuck und 
Temperatur Oder unter Vcrwcndung eines Klebers miteinan- 
der lamimert Aufgrund der Ibmperatureropfiodlichkeit des 
Elektrolyts ist die Lamimenmg mitxels Kleber zu bevotzu- 60 
gen. ^^chtig ist eine voUstandige Abdichtung insbcsondcre 
des Battencbemdis gegen Fencfatigkeit, da hente erbiltli- 
Che Elektn^yten sehr feocfatigkeitsenTfindlich sind. 

Der Rahmen des der Erfindung zugnmdliegcnden Kon- 
zeptes - Finsmm der Batterie nidtt als Fenigtcfl, sondcro 
Erzeugung der Batterie im Zuge der Kancnfertigung, todem 
die ohnehin voifaandeneD Ixiuzbahnstrukturen (fie Elektro> 
deo Sir die Baitexie bildeo - gestattet einer ^eizahl von Ab- 
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waodlungen des vorstehend beschriebenen HersteUungsver- 
fabiens wie der damit herstellbazen Qupkarte. Insbesondcre 
kann der Auftau der anhaod der Fig. 1 und 2 beschriebenen 
Cfaqpkaite hinsichfKch der Banelcmente oder hinstchtKdi 
der ZaU der Sdnchten geSndeit werden. Abemadv zur elek- 
tnsdicn Bnbeciefaung des Qups 1 nur fiber eine ttSger- 
schichtseittge Ldtetbahnstniktur kam eine den Qnp 1 auf 
zweiSdtenkontaktiereode VnbiDdung vocgesdien sdn, bd 
der der Chip auch duicfa die Oegenldtetbahnstniktur ken- 
laklieEtist. 

Patentan^tfOcfae 

1. A^ahren zur Herstellung einer Chipkarte (10) mit 
integrieiter Stzomquelle (3X nmfassend die Schzitte: 

— Aufbringen dner ersten Ldterbabnstruktur (8) 
auf dne Tkagencbidit (d) der Chipkarte (10), 
" Aufbringen eines Elektrolyte (11) fiber dnem 
Idlberdch (8b) der ersten Ldteibahnstiuktur (8) 
und 

- Aufbringen einer zwdten Ldteriiahnstniktur 
(9) xnit einem Ibilberdch (9b) der zwdten Ldter- 
bahnstruktur (9) fiber dem Elekdrolyt (IIX so dafi 
die Tdlberdche (8b, 9b) der Ldterbahnstrukturen 
(8 bzw. 9) in direktem Kootakt mit dem Elektiolyt 
(11) stehen und gegcnpotige Elektroden fOr den 
Hlektrdyten (12) bilden. 

2. Veifahren nach Anspnich 1, dadurch gekennzdch- 
net, daB als Elektrolyt (11) eine Elektrolyqiaste ver> 
wendetwinL 

3. Mb&faren nach Anspnich 2, dadurdi gekennzeicb- 
net, daB der Elektrolyt 01) im Siebdnickverfahren auf- 
gebracfat wild. 

4. >ferfahrco oach Anspnich 2, dadurch gekeonzeictK 
net, daB der Elektrolyt (U) unter V:rwendung dner 
Maske aufgetragen wird. 

5. >fei&hren oach Anspnich 1, dadurch gdcennzeicb- 
net, daB als Elektrolyt (11) eine Elektrolytfolie vcrwen- 
det wild. 

6. \feifiahren nach einem der Ao^trficfae 1 bis 5, da- 
duicb gekseniizeicfanet, daB die zweke Leiteriiahnstndc- 
tur (9) zusammen mit dner Dedcfolk (5) inLaminiei^ 
tecfanik aufgebracfat wild. 

7. \^i&hxco nach einem der Ansprfiche 1 bis 6, da- 
durch gekennzdchnet, daB die eisteLdteibahnstruktur 
(8) und die zwdte Ldterbahnstniktor (9) aufier den 
Idlbeieichen (8b bzw. 9bX die ab Elektroden fOr den 
Elektrolyt dieoen, jeweils eineo zwdteo Tdlberdcfa 
(8c bzw. 9c) umfasseo, die als Elektroden ffir ein Dis- 
play (2) und/oder doe Ibstatur dienen. 

8. Chipkarte (10) mit integiietter Batterie PX umfaa- 
send eine crste LdteAahnstniktur (8) mit ciiiem Tbil- 
benidi<8b) und eine zwdieLdtezbahnstnikfQr(9) mit 
dnem Tdlbereich (9b), wobd zwisehen den HeilberBi- 
chen (8b und 9b) dn Eldorolyt so angeordnet ist daB 
ach <fie Tcilbereicfae (8b, 9b) der Ixiterbahnstrukturen 
(8, 9) in diiektem Kootakt mit dem Elektrcdyt (U) be- 
findeo und gegexq>olige Elektroden fDr den Hektroty- 
ten(U)bildeo. 

9. Chipkarte nach Anspnidi 8, dadurch gekennzeicb- 
net,dafi dSe'IdIberdche(8b,9b)dereratenund zwei- 
ten Leiterinhttstraknirca (8, 9) Qbereioander angeord- 
oetsuid. 

10. Qnpkaite nach Anspiucb 8 oder 9. dadurch ge- 
ke nn zeichnet, daB der Elektrolyt eioe Paste oder Fohe 
ist 

11. Chipkarte oach eioem der Ansprilche 8 bis 10, da- 
durch gekeonzeichoet, daB (fie Ldteibahnstrukturen (8, 
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9) aofier den Itilbeztxchen (8b. (fie ah Elekxioto 
fOr deo Hektrolyten (U) (fienen, wdtere THIbercidv 
(8c bzw. 9c) aufwdseo, die all Elektroden fOr cin I>i^ 
play (2) np<Vip^ etne Ibstatur dieoeiL 

. s 

Ifieizu 1 Sdte(n) ZddmungcQ 
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